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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2015-2020年中国引线框架市场分析与投资前景研究报告》共十二章。报

告是博思数据的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽

的内容。博思数据在 其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的

产业研究方法一直在业内处于领先地位。引线框架行业研究报告是2014-2015年度， 目前国内

最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资带来极大的参考价

值。

     目前，国际集成电路封装技术以BGA、CSP为主流技术，而国内厂商则仍然以 DIP、SOP

、QFP  为主，产品以中、低端为主，发达国家在技术水平上占有优势。我国下游封装测试企

业的技术水平决定了我国封装材料产品结构。目前我国引线框架产品主要以 TO、DIP等低脚

数产品为主，高端引线框架产品无法自主生产或者无法进入高端封装测试企业的供应商行列

。我国半导体行业的壁垒主要是技术壁垒，要在高端 封装如 BGA、CSP、SIP等框架设计与制

造上赶超国际先进水平，在技术、人才上有一定的困难。

    我国引线框架行业与国外的差距

    我 国半导体封装业整体水平和全球主流技术还存在一定的差距，主要集成电路封装技术还

处于表面贴装阶段水平，国内本土集成电路封装测试企业主要采用的封装形式 是 DIP、SOP

、PLCC 以及QFP等传统技术，产品大都属于中低档类，附加值较高的  BGA、FC、CSP等高

尖封装技术目前还未完全掌握，而外资封装测试厂已经实现在全球生产资源配置，多采用主

流BGA、CSP、MCM、MEMS  等封装形式，技术水平高于国内本土企业。

    随着中高档封装形式（SSOP、TSOP、QFP、TQFP、PBGA 等）市场需求不断增长，引线框

架的设计不断向多排、MTX、小基岛、IDF  方向发展，电镀朝着宽排、环镀方向发展。目前

国内主要供应70&times;250mm框架，而国外厂商主要适用的框架片宽片长都是

78&times;250mm  以上，以后会朝着 90&times;290mm 更大的片宽设计。冲压朝着深打凸、引

线小间距方向发展，目前国内供应的框架引脚间距在 3.9mil，引脚宽在  4.3mil，而国外厂商要

求引脚间距最小 3.6mil，引脚宽最小 3.8mil。高档引线框架目前依然依赖于进口，特别是细间

距、多引脚产品。

    为了提升我国半导体产品结构，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》

中将&ldquo;极大规模集成电路制造技术及成套工艺&rdquo;确定为 16个重大专项之一。

    国内引线框架生产企业起步较早，多年来引线框架企业为国内IC和分立器件生产配套，具

有产品研制、开发和大生产能力，一直担当引线框架生产的主力军，但国内 的引线框架产量



仅能满足50%左右的国内需求，大部分高端产品还需要进口，且大多数是引线少，节距大的

一般产品，满足不了国内市场的需求。

    2013年我国引线框架行业市场规模达到了92.2亿元，同比2012年的80亿元增长了15.25%

，2014年我国引线框架行业市场规模约106.6亿元。近几年我国引线框架行业市场规模情况如

下图所示： 2007-2014年我国引线框架行业市场规模  数据来源：中国半导体行业协会 博思数

据整理 2014年中国引线框架行业细分产品市场规模                            细分产品             2013年市场规

模（亿元）             2014年市场规模（亿元）                               分立器件用引线框架             57.2           

 65.0                               集成电路用引线框架             35.0             41.6                数据来源：博思数据整理
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第一节 2013年全球引线框架行业发展现状23     1、全球半导体产业发展现状分析

    据美国半导体行业协会统计数据：2013年12月，全球半导体产业销售额为266.5亿美元，较

上年同期的247.4亿美元增长7.7%； 2013年1-12月全球半导体产业销售额达到3055.8亿美元，同

比增长4.8%。 2007-2013年全球半导体产业销售额  资料来源：美国半导体行业协会     2013年12

月美洲半导体产业销售额度为58亿美元，同比增长17.3%，环比下降1.3%；欧洲市场销售额

为29.6亿美元，同比增幅为12.7%，环比下降3.9%；日本市场销售额为29.3亿美元，同比下

滑8.2%；环比下降为4.8%。 2013年12月全球半导体产业销售额区域分布格局（十亿美金）        



                   市场             2013年11月             2013年12月             环比增长                               美洲             5.87 

           5.80             -1.3%                               欧洲             3.08             2.96             -3.9%                               日本     

       3.07             2.93             -4.8%                               亚太             15.16             14.96             -1.3%                         

     合计             27.19             26.65             -2.0%                               市场             2013年11月             2013年12

月             同比增长                               美洲             4.94             5.80             17.3%                               欧洲           

 2.63             2.96             12.7%                               日本             3.19             2.93             -8.2%                               

亚太             13.98             14.96             7.1%                               合计             24.74             26.65             7.7%        

                      市场             2012年             2013年             年度数据                               美洲             54.36            

61.50             13.1%                               欧洲             33.16             34.88             5.2%                               日本           

 41.06             34.80             -15.2%                               亚太             162.98             174.41             7.0%                     

         合计             291.56             305.58             4.8%                资料来源：博思数据整理     2、全球半导

体引线框架产业现状

    引线框架、金丝均属于半导体/微电子封装专用材料，在半导体封装过程起着重要的作用。

微电子或半导体封装，直观上就是将生产出来的芯片封装起来，为芯片的正常工作提供能量

、控制信号，并提供散热及保护功能。

    狭义的封装是指：利用膜技术及微细连接技术，将半导体元器件及其他构成要素在框架或

基板上布置、固定及连接，引出接线端子，并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体

结构的工艺。

      引线框架是一种用来作为集成电路芯片载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键

合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件。 在半导体中，引

线框架主要起稳固芯片、传导信号、传输热量的作用，需要在强度、弯曲、导电性、导热性

、耐热性、热匹配、耐腐蚀、步进性、共面形、应力释放 等方面达到较高的标准。

    据统计：2013年全球引线框架需求量达到5460亿个，较2012年同期增长6.5%，行业市场规模

为33.42亿美元，较2012年同期下滑3.7%。产品均价下降是导致引线框架产品销量与市场规模

出现背离走势的主要因素。 2004-2013年全球引线框架产品价格走势

 资料来源：博思数据整理 第二节 2013年全球引线框架行业主要品牌25
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业）；韩国企业也通过出口逐步扩大其市场份额。 全球知名的封装材料供应商                            
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工业公司                               有机载板             日本揖裴电公司                               日本新光电气工业公司



                              台湾南亚电路板股份有限公司                               键合丝             日本田中贵金属工业

有限公司                               德国贺利氏集团公司                               日本住友金属矿业公司                       

       日本日铁微金属有限公司                资料来源：博思数据整理       目前中国从事引线框架生产
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